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(57)摘要

本发明公开了一种提升减薄机稼动率的新

型工艺，其新型工艺包括以下步骤：S1、首先将硅

片放置到片篮内部进行实时储存，并且将存放好

硅片的片篮放置在载台上，通过启动控制片叉机

械手去进行取片，片叉机械手取片后将片子放置

在定心台，将定心台上的硅片通过相机进行拍照

检测后，通过搬运机械手将片子搬到研磨台上进

行研磨；S2、然后研磨结束通过搬运机械手将片

子搬运到甩干台上，将其中搬运机械手的旋转轴

速度进行实时提高，将片叉机械手的取片速度进

行实时提高。本发明通过采用新的工艺参数，在

不影响制程能力的情况下，使得单机产能大幅提

升20％，使得每四台机可节省一台设备采购资

金，大大降低了工厂人机比。
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1.一种提升减薄机稼动率的新型工艺，其特征在于：其新型工艺包括以下步骤：

S1、首先将硅片放置到片篮内部进行实时储存，并且将存放好硅片的片篮放置在载台

上，通过启动控制片叉机械手去进行取片，片叉机械手取片后将片子放置在定心台，将定心

台上的硅片通过相机进行拍照检测后，通过搬运机械手将片子搬到研磨台上进行研磨；

S2、然后研磨结束通过搬运机械手将片子搬运到甩干台上，将其中搬运机械手的旋转

轴速度进行实时提高，将片叉机械手的取片速度进行实时提高，将片叉机械手的放片速度

进行实时提高，将喷头背吹气量进行实时加大，将甩干的气量也加大了，通过程序进行实时

控制进行清洗和甩干工作；

S3、最后通过片叉机械手将硅片4放入定心台后，就能立即去取甩干台上的硅片1，同时

甩干台开始甩干台面，而搬运机械手去搬运研磨台A上加工完的硅片2，而这时的硅片3正在

研磨台B上加工中，在甩干台甩干结束后，搬运机械手将硅片2放入甩干台开始甩干，而后搬

运机械手立即去取定心台上的硅片4放入到研磨台A上，这时研磨台B上的硅片3加工完成，

紧跟着片叉机械手去取下一张待加工的硅片5放入定心台，而甩干台上的硅片2也正好甩干

结束，甩干结束后片叉机械手将片子放回篮里。
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一种提升减薄机稼动率的新型工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及硅片生产技术领域，具体为一种提升减薄机稼动率的新型工艺。

背景技术

[0002] 随着便携式电子产品的飞速发展,硅片趋向大直径化的同时,对芯片厚度要求也

越来越薄,需要对半导体硅片进行背面减薄加工，同时对正面抛光的几何参数TTV&SBIR要

求越来越严格，酸腐后的硅片TTV普遍在4μm左右，减薄后TTV可达到0.5μm以下，厚度散差±

1μm，对提升硅片CMP后几何参数水平有着极大的帮助，随着半导体行业的飞速发展，订单量

快速增加，且减薄机产能较低，而进口减薄设备交货周期长。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种提升减薄机稼动率的新型工艺，以解决上述背景技术

中提出的随着半导体行业的飞速发展，订单量快速增加，且减薄机产能较低，而进口减薄设

备交货周期长的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种提升减薄机稼动率的新型工艺，

其新型工艺包括以下步骤：

[0005] S1、首先将硅片放置到片篮内部进行实时储存，并且将存放好硅片的片篮放置在

载台上，通过启动控制片叉机械手去进行取片，片叉机械手取片后将片子放置在定心台，将

定心台上的硅片通过相机进行拍照检测后，通过搬运机械手将片子搬到研磨台上进行研

磨。

[0006] S2、然后研磨结束通过搬运机械手将片子搬运到甩干台上，将其中搬运机械手的

旋转轴速度进行实时提高，将片叉机械手的取片速度进行实时提高，将片叉机械手的放片

速度进行实时提高，将喷头背吹气量进行实时加大，将甩干的气量也加大了，通过程序进行

实时控制进行清洗和甩干工作。

[0007] S3、最后通过片叉机械手将硅片4放入定心台后，就能立即去取甩干台上的硅片1，

同时甩干台开始甩干台面，而搬运机械手去搬运研磨台A上加工完的硅片2，而这时的硅片3

正在研磨台B上加工中，在甩干台甩干结束后，搬运机械手将硅片2放入甩干台开始甩干，而

后搬运机械手立即去取定心台上的硅片4放入到研磨台A上，这时研磨台B上的硅片3加工完

成，紧跟着片叉机械手去取下一张待加工的硅片5放入定心台，而甩干台上的硅片2也正好

甩干结束，甩干结束后片叉机械手将片子放回篮里。

[0008] 优选的，所述搬运机械手的旋转轴速度提高2倍，所述片叉机械手的取片速度提高

10倍，且片叉机械手的放片速度提高2.5倍。

[0009] 优选的，所述提高后的搬运机械手旋转轴速度为1/2，所述片叉机械手取片速度为

1：1，且片叉机械手放片速度为4：1。

[0010] 优选的，所述提高后的硅片甩干转速为3000RPM，且提高后的台面甩干转速为

2000RPM。
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[0011] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明通过采用新的工艺参数，在不影响

制程能力的情况下，使得单机产能大幅提升20％，使得每四台机可节省一台设备采购资金，

大大降低了工厂人机比，使硅片过减薄抛光后TTV＜1μm。

附图说明

[0012] 图1为本发明改进后的控制流程原理图；

[0013] 图2为本发明的改善前后参数对比图；

[0014] 图3为本发明的取片步骤展示图；

[0015] 图4为本发明的研磨台A加工步骤展示图；

[0016] 图5为本发明的研磨台A和研磨台B加工步骤展示图。

具体实施方式

[0017] 下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例

仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技

术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范

围。

[0018] 实施例一：

[0019] 参阅图1‑5，本实施例的新型工艺包括以下步骤：

[0020] S1、首先将硅片放置到片篮内部进行实时储存，并且将存放好硅片的片篮放置在

载台上，通过启动控制片叉机械手去进行取片，片叉机械手取片后将片子放置在定心台，将

定心台上的硅片通过相机进行拍照检测后，通过搬运机械手将片子搬到研磨台上进行研

磨。

[0021] S2、然后研磨结束通过搬运机械手将片子搬运到甩干台上，将其中搬运机械手的

旋转轴速度进行实时提高，将片叉机械手的取片速度进行实时提高，将片叉机械手的放片

速度进行实时提高，将喷头背吹气量进行实时加大，将甩干的气量也加大了，通过程序进行

实时控制进行清洗和甩干工作。

[0022] S3、最后通过片叉机械手将硅片4放入定心台后，就能立即去取甩干台上的硅片1，

同时甩干台开始甩干台面，而搬运机械手去搬运研磨台A上加工完的硅片2，而这时的硅片3

正在研磨台B上加工中，在甩干台甩干结束后，搬运机械手将硅片2放入甩干台开始甩干，而

后搬运机械手立即去取定心台上的硅片4放入到研磨台A上，这时研磨台B上的硅片3加工完

成，紧跟着片叉机械手去取下一张待加工的硅片5放入定心台，而甩干台上的硅片2也正好

甩干结束，甩干结束后片叉机械手将片子放回篮里。

[0023] 本实施例中，搬运机械手的旋转轴速度提高2倍，片叉机械手的取片速度提高10

倍，且片叉机械手的放片速度提高2.5倍。

[0024] 本实施例中，提高后的搬运机械手旋转轴速度为1/2，片叉机械手取片速度为1：1，

且片叉机械手放片速度为4：1。

[0025] 本实施例中，提高后的硅片甩干转速为3000RPM，且提高后的台面甩干转速为

2000RPM。

[0026] 实验结果表明本发明相较于原工艺方法现在一个班的产量由400片变成了480片，
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整体参量提升了1.2倍。

[0027] 实施例二：

[0028] 与实施例一的区别特征在于：

[0029] 本实施例的新型工艺包括以下步骤：

[0030] S1、首先将硅片放置到片篮内部进行实时储存，并且将存放好硅片的片篮放置在

载台上，通过启动控制片叉机械手去进行取片，片叉机械手取片后将片子放置在定心台，将

定心台上的硅片通过相机进行拍照检测后，通过搬运机械手将片子搬到研磨台上进行研

磨。

[0031] S2、最后通过片叉机械手将硅片4放入定心台后，并且去取甩干台上的硅片1，通过

甩干台开始甩干台面，而搬运机械手去搬运研磨台A上加工完的硅片2，而这时的硅片3正在

研磨台B上加工中，在甩干台甩干结束后，搬运机械手将硅片2放入甩干台开始甩干，而后搬

运机械手立即去取定心台上的硅片4放入到研磨台A上，这时研磨台B上的硅片3加工完成，

紧跟着片叉机械手去取下一张待加工的硅片5放入定心台，而甩干台上的硅片2也正好甩干

结束，甩干结束后片叉机械手将片子放回篮里。

[0032] 本实施例中，提高后的搬运机械手旋转轴速度为1/4，片叉机械手取片速度为10：

1，且片叉机械手放片速度为10：1。

[0033] 本实施例中，提高后的硅片甩干转速为2000RPM，且提高后的台面甩干转速为

1000RPM。

[0034] 综上：本发明实施例一中的本发明实验结果表明，相比于实施例二中原工艺实验

结果，本发明通过采用新的工艺参数，在不影响制程能力的情况下，使得单机产能大幅提升

20％，使得每四台机可节省一台设备采购资金，大大降低了工厂人机比，且进口减薄设备交

货周期短。

[0035] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实

体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存

在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖

非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、工艺、物品或者设备不仅包括那些要

素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、工艺、物品或者设备

所固有的要素。

[0036] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以

理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图3

图4
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图5
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